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Manufacture process for transponder chips providing conductive polymer 
surfaces with section insulated from each other in electrical contact 
with metal covering of contact surfaces on chip 

EP967570 NOVELTY - The process provides electrical contact by embedding 
end wires of antenna coil in conductive polymer layer (5). Surfaces of 
card and chip lie level with enlarged contact surfaces (2) . 
DETAILED DESCRIPTION - After being detached from the wafer, chip (1) is 
placed in card body of non-contact chip card and are contacted to an 
inductive signal transfer antenna coil. At least two contact surfaces (2) 
for the inductive signal transfer are made in the wafer with a highly 
conductive metal coating especially an Au coating. Then an insulating 
passivation layer (4) is applied leaving the contact surfaces (3) 
uncovered. After passivation layer hardens, conductive polymer layer (5) 
is applied by screen printing , conductive polymer layers are 
electrically insulated (8) from each other but in electrical connection 
with metal covering on contact surface of chip. Chip is placed in opening 
of card body and connection ends are contacted with polymer layer contact 
surfaces by imbedding of antenna connection ends in the polymer layer. 
Protective layer is applied over card. 

USE - Procedure to manufacture transponder chips, chip card, for thin 
chip cards . 

ADVANTAGE - Increases stability of electrical contact between antenna and 
chip, no need of lead frames or special modules with electrical contact 
surfaces, optimum mechanical and electrical connection of antenna coil 
ends, provides lateral contact surface enlargement. 

DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The drawing shows an exploded view of the 
sequence of layers of the card. 
Chip 1 

Contact surfaces on chip 2 
Contact surface area 3 
Passivation layer 4 
Conductive polymer layer 5 
Contact surfaces 6,7 
Insulation area 8 
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(54) Verfahren zur Herstellung von Transponderchips 

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel- 
lung von Transponderchips, wobei diese nach Verein- 
zeln aus dem Waferverband in einen LaminaK 
insbesondere Kartenkorper einer kontaktlosen Chip- 
karte eingebracht und mit einer induktiven Signaluber- 
tragungseinrichtung in Form einer Antennenspuie 
elektrisch kontaktiert werden. ErfindungsgemaB wer- 
den die mindestens zwei Kontaktflachen der Chips zum 
AnschluB der induktiven Signalubertragungseinrichtung 
im Waferverband mit einer hochleitfahigen metallischen 
Beschichtung versehen. Au3erhalb der beschichteten 
Kontaktflachen wird eine groBflachige isolierende Pas- 
sivierungsschicht aufgebracht. Nach dem Ausharten 
der Passivierungsschicht wird auf diese eine leitfahige 
Polymerschicht, vorzugsweise mittels Siebdruck oder 
dergleichen, in den Grenzen des zu vereinzelnden 
Chips groBflachig aufgetragen, wobei die so erhaltenen 
leitfahigen Polymerschichtflachen voneinander isoliert 
sind und jeweiis in elektrischer Verbindung zur metalli- 
schen Beschichtung auf den Kontaktflachen des Chips 
stehen, so dal3 sich eine laterale Kontaktflachenvergo- 
Berung ergibt. Im AnschluB wird ein an sich bekanntes 
Vereinzelnen der so vorbereiteten Chips vorgenommen 
und die vereinzelten Chips werden in einer Ausneh- 
mung des Laminat- oder Kartenkfirpers eingebracht 
und es werden AnschluBenden der induktiven Signal- 
ubertragungseinrichtung mit den Polymerschicht-Kon- 
taktflachen durch mindestens teilweises Einbetten 
verbunden. 
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Beschreibung _ 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel- 
lung von Transponderchips, wobei diese nach Verein- 
zeln aus dem Waferverband in einen Laminat-, s 
insbesondere Kartenkorper einer kontaktlosen Chip- 
karte eingebracht und mit einer induktiven Signaluber- 
tragungseinrichtung in Form einer Antennenspule 
elektrisch kontaktiert werden. 

[0002] Es ist bekannt, bei der Herstellung einer Chip- io 
karte, insbesondere soicher, bei der sowohi Mittel zur 
kontaktlosen Datenubertragung als auch eine galvani- 
sche Kontaktebene vorhanden ist, in einen Kartenkor- 
per ein Modul einzubringen, welches einen Halbleiter- 
oder Transponderchip umfaBt. is 
[0003] Das Modul mit Haibleiterchip wird vorzugs- 
weise in eine Ausnehmung im Kartenkorper eingelegt 
und mittels Fugen oder dergleichen mit dem Kartenkor- 
per unter Erhalt einer entsprechenden mechanischen 
und elektrischen Verbindung laminiert. 20 
[0004] Beispielsweise kann eine elektrische Verbin- 
dung zwischen Modul und Kartenkorper bzw. auf dem 
Kartenkorper befindlichen Kontakten, die mit einer 
Spule zur Herstellung einer kontaktlosen Verbindung 
zur Umgebung in Kontakt stehen, dadurch zustande 25 
kommen, daB ein anisotroper leitender Klebstoff im 
Bereich der AnschluBstellen und/oder der Verbindungs- 
stellen des jeweiligen Mittels fiir eine kontaktlose Daten- 
ubertragung aufgetragen und der Klebstoff zumindest 
im Bereich der AnschluBstellen so weit verdichtet oder 30 
komprimiert wird, daB eine elektrisch leitende Brucke 
entsteht. 

[0005] Die bei der Herstellung von Chipkarten ver- 
wendeten Module greifen in der Regel auf einen Kunst- 
stofftrager zuruck, auf dem der eingangs erwahnte 35 
Haibleiterchip ggfs. mit sogenannten Kontaktflachen 
versehen angeordnet ist. Das so vorgefertigte ISO- 
Modul wird mit dem Kartentrager, der z.B. aus Polycar- 
bonat bestehen kann, verbunden. Dieses Verbinden 
bzw. das Einsetzen des Moduls in den Kartenkorper in 40 
eine, z.B. gefraste Ausnehmung erfolgt ublicherweise 
unter Ruckgriff auf die genannten Klebeverfahren bei 
Verwendung eines HeiB- oder Schmelzklebers. 
[0006] in dem Falle.wenn Kombikarten oder reine 
kontaktlose Karten hergestellt werden sollen, muB eine 45 
weitere Kontaktebene mit AnschluBstellen fur die Induk- 
tionsschleife, d.h. fur die induktive Signalubertragungs- 
einrichtung, vorgesehen sein. 

[0007] Diese AnschluBstellen befinden sich beim 
bekannten Stand der Technik bevorzugt erhaben auf so 
der Oberflache des Moduls und/oder auf der Oberflache 
Oder an den Seitenflachen der Ausnehmung innerhalb 
des Kartentragers. Bei derartigen Anordnungen ist es 
dann moglich, die Verklebung von Modul- und Karten- 
trager mittels der Herstellung der elektrisch leitenden 55 
Verbindung in einem einzigen Arbeitsgang durchzufuh- 
ren. Es hat sich jedoch gezeigt. daB das erforderliche 
Temperatur- und Zeitregime zur Herstellung zuverlassi- 


ger sowohi elektris^Jsgr als auch mechanischer Verbin- 
dungen engen Toleranzen unterliegt, so daB bei nicht 
optimalen Verfahrensparametern die Langzeitstabilitat 
derartig hergestellter Karten reduziert ist und daB es 
aufgrund der Abmessungen und der plastischen Eigen- 
schaften des Moduls sowie des Kartentragers zu Ver- 
windungen und Verspannungen in der Karte mit der 
Folge gestorter elektrischer Verbindungen kommt. Zum 
Stand der Technik sei beispielsweise auf die DE 196 32 
113 C1 oder die DE 196 07 212 C1 verwiesen. 
[0008] Daruber hinaus besteht bei eben verlegten 
AnschluBenden der Signalubertragungseinrichtung das / 
Problem, daB das Ausbilden der Kavitat auBerst exakt 
erfolgen muB, um sicherzustellen. daB einerseits die 
Kontaktflachen freigelegt werden, andererseits aber ein 
zu starker Materialabtrag vermieden wird. 
[0009] Aus der WO 98/22906 ist ein Verfahren zum 
Herstellen einer Chipkarte bekannt, wobei ein auf 
einem Modul befindlicher Haibleiterchip in eine Ausneh- 
mung eines Kartentragers eingesetzt und mit einer 
induktiven Signalubertragungseinrichtung in Form einer 
Antennenspule kontaktiert wird. 

[0010] GemaB dortiger Losung wird die Antennen- 
spule oder werden die Antennenspuien-AnschluBenden 
mindestens im Bereich von elektrischen AnschluBfla- 
chen des Moduls oder des Halbleiterchips innerhalb der 
Ausnehmung zur Aufnahme von Biege- und/oder Torsi - 
onskraften maander- oder spiralformig ausgebildet. 
Vorzugsweise haben die Antennenspuien-AnschluBen- 
den eine gewundene Biegefederform. 
[0011] Bei dieser Losung wird davon ausgegangen, 
daB die Antennenspulen einschlieBlich der Biegefeder- 
AnschluBenden sich bereits im Kartenkorper befinden 
und im Nachgang die Kavitat zur Aufnahme des Moduls 
ausgebildet werden muB. In dem Falle, wenn ein Kar- 
tenkorper das Chipmodul bereits aufnimmt und auf oder 
in der Oberflache des Kartenkorpers eine Antennen- 
spule zu verlegen ist, sollte jedoch zweckmaBigerweise 
eine unmittelbare Kontaktierung der AnschluBenden mit 
den zur Oberflache reichenden Kontaktflachen des 
Chipmoduis moglich sein. Ubliche Kontaktflachen ver- 
einzelter Chips besitzen jedoch Abmessungen, welche 
Wein bezogen den Durchmesser oder die laterale Aus- 
dehnung des Antennenspulen-AnschluBdrahts sind. 
Hierdurch ergeben sich technologisch gesehen Pro- 
bleme bei der Fuhrung der AnschluBenden hin zum 
Kontaktbereich. Kleine Kontaktflachen weisen daruber 
hinaus Nachteile bezuglich der Langzeitstabilitat der 
Gesamtanordnung auf, insbesondere dann, wenn wie ^ 
dargelegt im Betrieb oder bei Benutzung eines Laminat- 
oder Kartenkorpers Biege- oder Torsionskraften auftre- 
ten. 

[001 2] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein weiter- 
entwickeltes Verfahren zur Herstellung von Transpond- 
erchips anzugeben, wobei diese nach dem Verennzeln 
aus dem Waferverband in ein Laminat-, insbesondere 
Kartenkorper einer kontaktlosen Chipkarte eingebracht 
und mit einer induktiven Signalubertragungseinrichtung 
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in Form einer Antennenspule elektrisch kontaktiert wej^_ 
den, wobei die Kontaktsicherheit und die Langzeitstabi- 
litat der ausgebildeten elektrischen Verbindungen 
zwischen Antennenspule und Chip erhoht werden soil. 
[0013] Die Losung der Aufgabe der Erfindung erfoigt 5 
mit einem Verfahren in seiner Definition gemaB Patent- 
anspruch 1, wobei die Unteranspruche mindestens 
zweckmaBige Ausgestaltungen und weiterbiidungen 
umfassen. 

[0014] DemgemaB wird verfahrensseitig von einer 10 
VergroBerung der wirksamen Antennenspulen-Kontakt- 
f lachen bis hin zur maximalen Flache, die der Oberfla- 
che des vereinzelten Chips geteilt durch die Anzahl der 
erforderiichen Kontakte sowie unter Berucksichtigung 
eines isolierenden Abschnitts entspricht, ausgegangen. 15 
[0015] Hierfur werden mindestens zwei Kontaktf la- 
chen der Chips zum AnschluB der induktiven Signal- 
ubertragungseinrichtung im Waferverband mit einer 
hochieitfahigen metallischen Beschichtung, vorzugs- 
weise einer Au- Beschichtung versehen. Unter Freilas- 20 
sen der derart beschichteten Kontaktf lache wird dann 
groBfiachig eine isolierende Passivierungsschicht auf- 
gebracht. Nach dem Ausharten der Passivierungs- 
schicht wird mittels Siebdruck eine leitfahige 
Polymerschicht in den Grenzen des spater zu verein- 25 
zeinden Chips groBfiachig aufgetragen. Die so erhalte- 
nen leitfahigen Polymerschichtflachen sind elektrisch 
voneinander isoliert, stehen aber mit der metallischen 
Beschichtung auf der Kontaktflache der Chips in elektri- 
scher Verbindung, so da 6 sich hierdurch die 30 
gewunschte laterale KontaktfiachenvergroBerung 
ergibt. 

[001 6] Nach an sich bekanntem Vereinzeln der so vor- 
behandelten Chips werden diese in eine Ausnehmung 
des Laminat- Oder Kartenkorpers eingebracht und 35 
AnschluBenden der elektrischen Signalubertragungs- 
einrichtung werden erfindungsgemaB mit den Polymer- 
schicht- Kontaktf lachen durch mindestens teilweises 
Einbetten in diese elektrisch und mechanisch verbun- 
den. 40 
[001 7] In einer Ausgestaitung besteht die Moglichkeit, 
auf den abgedunnten Wafer vor dem Vereinzeln eine 
Ruckseitenversteifung, Z.B. aus Invar aufzubringen, urn 
das Handling im technologischen ProzeB zu verbessern 
sowie um Beschadigungen der Chips zu vermeiden. 45 
[0018] Beim Aufbringen der Passivierungsschicht 
sowie der leitfahigen Polymerbeschichtung muB dafur 
Sorge getragen werden, daB neben den Chipkontaktf la- 
chen auch Bereiche mit technologischen Kennzeich- 
nungen, z.B. in Form von Positioniermarken, 50 
beschichtungsfrei bleiben. 

[001 9] Die Anschlu Benden einer Antennenspul e, wel- 
che als induktive Signalubertragungseinrichtung vor- 
zugsweise dient, erstrecken sich uber die laterale 
Flachenausdehnung der vergroBerten Kontaktf lachen 55 
und werden dementsprechend beim Verlegen der Spule 
zum Erhalt einer optimierten mechanischen und elektri- 
schen Verbindung gefuhrt. Vorzugsweise mittels Ther- 


mosonic wird -*#gfhrend des Verlegevorgangs die 
elektrische Verbindung mit der jeweiligen Kontaktflache 
hergestellt, wobei fur das Einbringen von Energie, die 
fur das Einbetten der AnschluBenden in die Polymer- 
schicht notwendig ist, auch auf Ultraschall, Thermo- 
kompression, Hochfrequenzenergie oder 

Laserstrahlung zuruckgegriffen werden kann. 
[0020] Weiterhin besteht gemaB einer Ausfuhrungs- 
form die Moglichkeit, nach Kontaktierung der induktiven 
Signalubertragungseinrichtung bzw. Antennenspule 
eine Oberfiachenschutzschicht aufzubringen, wobei 
diese eine ubliche Laminatschicht des Kartenkorpers 
sein kann. Alternativ oder erganzend kann der Kontakt- 
fiachenbereich, welcher im wesentlichen der Chipober- 
f lache entspricht, mit einer Beschichtung aus einem UV- 
hartenden Epoxidharz versehen werden. 
[0021] Mittels des vorgestellten erfindungsgemaBen 
Verfahrens wird in besonders vorteilhafter Weise die 
elektrische Kontaktierung durch Einbetten der Drahten- 
den einer Antennenspule in eine vorbereitete leitfahige 
Polymerschicht vorgenommen, wobei die 
[0022] Oberfiachen des umgebenden Kartenkorpers 
und des Chips mit den vergroBerten Kontaktf lachen 
nahezu in einer Ebene liegen. Auf bisher notwendige 
Lead Frames oder spezielle Module mit elektrischen 
Kontaktflachen, die wiederum zu den Chipkontakten 
eine Drahtbondverbindung aufweisen, kann verzichtet 
werden. 

[0023] Das vorgestellte Verfahren eignet sich ins- 
besondere fur Transponderchip-Applikationen auf Lami- 
natbasis, da hier der elektrisch Kontakt durch einfaches 
Verlegen der Antennenspule ohne zusatzliche ProzeB- 
schritte realisiert werden kann. Dadurch, daB auf Zwt- 
schentrager oder spezielle Module mit verstarkten 
auBeren Kontakten verzichtet werden kann, sind beson- 
ders kleine Bauformen, insbesondere Karten geringer 
Dicke kostengunstig herstellbar. 

[0024] Die Erfindung soil nachstehend anhand eines 
Ausfuhrungsbeispiels sowie unter Zuhilfenahme von 
Figuren naher erlautert werden. 
[0025] Hierbei zeigen: 

Fig. 1 eine Explosivdarstellung der Schichtenfolge 
eines Transponderchips; 

Fig. 2 eine Draufsicht auf eine Karteninnenlage mit 
Transponderchip und Antenne; 

Fig. 3 eine vergroBerte Darstellung der Oberfiache 
des Chips mit Antennenspulen- Anschlu Ben- 
den; 

Fig. 4 eine prinzipielle Darstellung der Technologie 
des Aufbringens einer Antennenspule auf 
oder in die Oberfiache des Kartenkorpers mit 
Kontaktierung der Antennenspulen- 
AnschluBenden und 

Fig. 5 ein Ablaufplan des Verfahrens zum Herstel- 
len einer kontaktlosen Chipkarte. 

[0026] Wie aus der Fig. t ersichtlich, besitzt der hier 
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gezeigte Chip 1 Kontaktflachen 2, wovon die auBeren 
zum elektrischen AnschluB eine Antennenspule, die 
sich an oder in einem Kartenkorper befindet, genutzt 
werden. 

[0027] Auf die Oberf lache des Chips 1 wird eine ca. 20 
starke isolierende Passivierungsschicht 4 aufge- 
bracht, wobei die Kontaktflachenbereiche 3 beschich- 
tungsfrei bleiben. 

[0028] Nach dem Aush&rten der Passivierungsschicht 
4 wird auf diese eine die Oberf lache des Chips 1 maxi- 
mal ausnutzende leitfahige Polymerschicht 5, vorzugs- 
weise mittels Siebdruck aufgebracht. Wie aus der Fig. 1 
zu erkennen, unterteilt sich die leitfahige Polymer- 
schicht 5 in zwei nunmehr lateral vergrOBerte &uBere 
Kontakte 6 und 7. 

Zwischen diesen auBeren Kontakten 6 und 7 ist ein iso- 
lierender Bereich 8 zum Vermeiden eines elektrischen 
Kurzschlusses zwischen den Kontakten 6 und 7 vorge- 
sehen. 

[0029] Die leitfahige Polymerschicht weist Silberparti- 
kel auf und besitzt eine Dicke von ca. 20 jam. 
[0030] Optional kann die Ruckseite des Chips 1 eine 
ca. 50 bis 1 00 ^m dicke Invar-Versteifungsschicht 9 auf- 
weisen. 

[0031 ] Es sei an dieser Stelle angemerkt, daB die Fig. 
1 einen bereits vereinzelten Chip zeigt, jedoch erfin- 
dungsgem&B vorgesehen ist, die erwahnte schichten- 
folge zur technologischen Optimierung im Wafer- bzw. 
Scheibenverband, d.h. vor dem Vereinzeln der Chips, 
z.B. durch Sagen entlang vorgesehener Trennlinien, 
aufzubringen. Gleiches gilt fur die optionale Invar-Ver- 
steifungsschicht 9. 

[0032] Unter Hinweis auf Fig. 5 wird also zunachst ein 
Veredeln durch eine Zwischenbeschichtung der ubli- 
chen Aluminium kontaktflachen auf dem Wafer vorge- 
nommen, wobei hier vorzugsweise eine 
AuBeschichtung gewahlt wird. Um die aus Grunden 
einer minimalen Dicke abgedunnten Wafer vor Bescha- 
digungen zu schutzen, kann die Invar-Versteifungs- 
schicht im Dickenbereich zwischen 50 und 100 jum auf 
die Waferruckseite aufgebracht werden. 
[0033] Eine Isolierung unter Freiiassung der Kontakt- 
flachen sowie vorgesehener Positioniermarken und 
sonstiger technologisch wichtiger Kennzeichnungen 
dient der Potentialtrennung der wafer- bzw. Chipoberf la- 
che. 

[0034] Nach einem Ausharten dieser Passivierungs- 
schicht erfolgt die eigentliche VergrdBerung der Kon- 
taktflachen durch einen Sieb- Oder Schablonendruck 
mit Hilfe leitfahiger Polymerpaste, wobei die Leitfahig- 
keit vorzugsweise durch Ag-Partikel eingestellt wird. 
[0035] Nach dem Ausharten dieser Polymer kontakt- 
flachen, welche sich hinsichtlich der lateralen Aus- 
dehnung an der Oberf lache des spateren vereinzelten 
Chips orientieren, erfolgt ein Sagen des Wavers, d.h. 
das Vereinzeln in Chips. 

[0036] Die so vorbehandelten Chips werden in die 
Innenlage eines Kartenlaminats Oder in die Ausneh- 


mung eines Karteqjgjrpers eingesetzt Ublicherweise 
wird dann ein Verlegen der Antenne mit einer Struktur, 
wie prinzipiell in der Fig. 2 dargestellt, vorgenommen, 
wobei die Antennenspulen-AnschluBenden vorzugs- 
5 weise unter Einwirkung von Ultraschall wahrend des 
Verlegevorgangs mit den AuBeren Kontaktflachen 6 und 
7 (siehe Fig. 3) mechanisch und elektrisch durch Ein- 
betten verbunden werden. 

[0037] Ober eine Versiegelung oder Oberflachen- 
w beschichtung der Chipoberseite kann die Kontaktsi- 
cherheit und Langzeitstabilitat der Gesamtanordnung 
weiter verbessert werden. Im AnschluB erfolgt ein an 
sich bekanntes Laminieren unter Erhalt der kontaktlo- 
sen Chipkarte mit im Inneren befindlichen Halbleiter- 
15 chip, welcher uber die Antennenspule fur den 
kontaktlosen Informationsaustausch, z.B. mit einem 
Terminal geeignet ist. 

[0038] Die Fig. 3 laBt als vergroBerte Darstellung der 
Chipoberseite erkennen, daB die Antennenspulen- 

20 AnschluBenden sich uber die laterale Flachenausdeh- 
nung der vergroBerten Kontaktflachen 6 und 7 zum 
Erhalt einer optimierten mechanischen und elektrischen 
Verbindung erstreckend gefuhrt sind. Der Kontaktuber- 
gangsbereich ist durch die GroBe der auBeren Kontakte 

25 6 und 7 hoch und es konnen insbesondere bedingt 
durch das mindestens teilweise Einbetten der 
AnschluBenden in die leitfahige Polymerschicht 5 der 
auBeren Kontakte 6 und 7 Biege- und TorsionskrSfte 
aufgenommen werden. Durch die bezogen auf den 

30 Durchmesser der Antennenspule groBe Breite der 
AuBeren Kontakte 6 und 7 ist der Verlegeaufwand, wie 
in Fig. 4 prinzipiell gezeigt, einfach und es mussen 
keine besonderen Anforderungen hinsichtlich der Posi- 
tioniergenauigkeit des Bondkopfes 10 mit Drahtzufuh- 

35 rung 1 1 gestellt werden. 

Bezugszeichenaufstellung 
[0039] 


1 

Chip 

2 

Kontaktflachen auf dem Chip 

3 

Kontaktflachenbereiche 

4 

Passivierungsschicht 

45 5 

leitfahige Polymerschicht 

6; 7 

auBere Kontaktflachen 

8 

isolierender Bereich 

9 

Invar-Versteifungsschicht 

10 

Bondkopf 

50 11 

Drahtzufuhrung 

13 

Signalubertragungseinrichtung 


Patentanspruche 

55 1. Verfahren zur Herstellung von Transponderchips, 
wobei diese nach Vereinzeln aus dem Waferver- 
band in einen Laminat-, insbesondere Kartenkor- 
per einer kontaktlosen Chipkarte eingebracht und 
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mit einer induktiven SignalubertragungseinrichtiiCl^^ 
in Form einer Antennenspule elektrisch kontaktiert 
werden, umfassend folgende Schrittkombination: 

die mindestens zwei Kontaktflachen (2) der 5 
Chips (1) werden zum AnschluBder induktiven 
Signalubertragungseinrichtung (13) im Wafer- 
verband mit einer hochleitfahigen metallischen 
Beschichtung versehen; 

auBerhalb der beschichteten Kontaktflachen 10 
wird eine groBflachige isolierende Passivie- 
rungsschicht (4) aufgebracht; 
nach dem Ausharten der Passivierungsschicht 
(4) wird auf dieser eine leitfahige Polymer- 
schicht (5), vorzugsweise mittels Siebdruck in is 
den Grenzen des zu vereinzelnden Chips (1) 
groBflachig aufgetragen, wobei die so erhal- 
tene leitfahige Polymerschichtflache (5) von- 
einander isolierte Abschnitte aufweist, die 
jeweiis in elektrischer Verbindung zur metalli- 20 
schen Beschichtung der Kontaktflachen (2) auf 
dem Chip (1) stehen, so daB sich eine laterale 
KontaktflachenvergroBerung ergibt, 
nach an sich bekanntem Vereinzeln der so vor- 
behandelten Chips (1) werden diese in eine 25 
Ausnehmung des Laminat- Oder Kartenkorpers 
eingebracht und AnschluBenden der indukti- 
ven Signalubertragungseinrichtung (13) wer- 
den mit den Polymerschicht-Kontaktflachen 
durch mindestens teilweises Einbetten in diese 30 
verbunden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, daB 

auf den abgedunnten Wafer eine ruckseitige Ver- 35 
steifung (9) aufgebracht wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

beim Aufbringen der Passivierungsschicht (4) 40 
sowie der leitfahigen Polymerbeschichtung (5) 
neben den Chipkontaktflachen bzw. den umgeben- 
den Kontaktf lachenbereichen (3) Positioniermarken 
und sonstige technologische Kennzeichnungsbe- 
reiche beschichtungsfrei bleiben. 45 

4. Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

die AnschluBenden einer Antennenspule sich uber so 
die laterale Flachenausdehnung der vergroBerten 
Kontaktflachen (6; 7) zum Erhalt einer optimierten 
mechanischen und elektrischen Verbindung 
erstreckend gefuhrt und vorzugsweise mittels Ther- 
mosonic wahrend des Verlegevorgangs mit der 55 
jeweiligen Kontaktflache verbunden werden. 

5. Verfahren nach einem der vorangegangenen 


Anspruche,__^ 
dadurch gekennzeichnet, daB 
nach Kontaktierung der induktiven Signalubertra- 
gungseinrichtung (13) bzw. Antennenspule eine 
Oberflachenschutzschicht aufgebracht wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Oberflachenschutzschicht eine auf den Karten- 
korper aufzubringende Laminatschicht ist. 

7. Verfahren nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

als Oberflachenschutzschicht ein UV-hartender 
Epoxidharz aufgebracht wird. 
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Veredelung der AJ-Kontaktfiachen des 
f Wafers z.B. mit Au 


ev. Versteifung der Ruckseite bei ge- 
dQnnten Wafers mit z3. 50-1 OG pm Invar 


Passivierung durch Sieb- oder 
Schablonendruck von Organischer ev. 


gefullter Paste 


AushSrten der Passivierung 


VergrflGerung der KontaktfJSchen durch 
Sieb- oder Schablonendruck von 
Ag gefOllter Polymerpaste 


Ausharten der Polymerkontaktfiachen 


Sagen des Wafers 


t 

Einsetzen des Chips in die Innenlage des 
Kartenlaminats 


t , 

Kontaktieren der Antenne durch Ultraschall ; 
wShrend des Verfegevorgangs 

i 

r 

i 


ev. Versiegelung der Chipoberseite 


I , 

i 

Laminationsprozefc 


± i 

Kontaktlose Chipkarte 


Fig. 5 
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